I iiii III II III y II III II m II m ii m u m ii in ii m it id n iii iii n ii ni i lui 



@ BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 




® Offenlegungsschrift 
(dDE 19948 560 a 1 



(D 



DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



@ Aktenzeichen: 
(§) Anmeldetag: 
(§) Offenlegungstag: 



199 48 560.7 
8. 10. 1999 
23. 8.2001 



Int. CI.': 

COS J 133/02 

C 09 J 7/04 
H 05 K 1/18 
G 06 K 19/077 
H 01 L 21/58 



O 

u> 

00 
UJ 



@ Anmelder: 

ATP ALLTAPE Klebetechnik GmbH, 99826 Mihia, DE 

(g) Vertreter: 

Stenger, Watzke & Ring Patentanwalte, 40547 
Dusseldorf 



(g) Erfinder: 

Steenbergen, Johannes Casper van, 42477 
Radevornnwald, DE; Muller, Jan, Dr.rer.nat., 99817 
Eisenach, DE; Mertinkat, Jorg, Dr.rer.nat., 99817 
Eisenach, DE 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Rechercheantrag gem. Paragraph 43 Abs. 1 Satz PatG ist gestellt 

(§) Kiebstoffolie zum Implantieren von elektrischen Moduten in einen Kartenkdrper und Verfahren zu deren 
Herstellung 

@ Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kiebstoffolie 
zum Implantieren von elektrischen Modulen in einen Kar- 
tenkorper, insbesondere fur Telefonkarten, Kredidkarten 
und dergleichen, die auf einer Rezeptur aus einem Elasto- 
mer mit einem Anteil von 60 bis 100 Gew.-%, einem Co- 
polyamid mit einem Anteil von 0 bis 40 Gew.-% und ei- 
nem Vernetzer mit einem Anteil von 0,1 bis 10 Gew.-% ba- 
siert, um bei geringen, individual an den Kartentrager 
und/oder das elektrische Modul anpal^baren Verarbei- 
tungstemperaturen mit einer anschlielSend ausreichen- 
den Warme- und Verbundfestigkeit ein maschinelles Im- 
plantieren der elektrischen Module mit hohen Verarbei- 
tungsgeschwindigkelten zu ermoglichen. Dariiber hinaus 
betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer 
■ solchen Kiebstoffolie. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Klebstoffolie zum 
Implantieren von elektrischen Modulen in einen Kartenkor- 
per, insbesondere fur Telefonkarten, Kreditkarten und der- 5 
gleichen, sowie ein Verfahren zu deren Herslellung. 

Zum Implantieren von elektrischen Modulen, bspw. inte- 
grierten Schaltkreisen und dergleichen, in einen eine Aus- 
sparung fur ein derartiges elektrisches Modul aufweisenden 
Kartenkorper, bspw. fur Telefonkarten, TCreditkarten, Park- 10 
automalkarlen und dergleichen, sind im Stand der Technik 
zahlreiche Verfahren und Klebstoffsysteme bekannt, so 
bspw. aus der EP 0 842 995 Al . 

Die elektrischen Module, insbesondere integrierte Schalt- 
kreise (IC s) mil elektrischen Kontaktflachen auf zumindest IS 
einer Seiie, werden dabei mittels der in Form von KlebstofF- 
folien, flussigen Klebstoffen und dergleichen Klebstoffsy- 
steme in einer entsprechenden Aussparung des Kartenkor- 
pers fixiert. Die dafiir bisher zur Verfugung stehenden Kleb- 
stoffsysteme geniigen den an die Verbindung zwischen dem 20 
elektrischen Modul und den Kartenkorper geslellten Karten- 
korper nicht, insbesondere nicht hinsichtlich einem maschi- 
nellen Implantieren der elektrischen Module in einen Kar- 
tenkorper mit hohen Implantationsgeschwindigkeiten und 
Durchsatzralen. 25 

Fliissige Reaktivklebstoffe, bspw. auf Cyanacrylat-Basis 
hergestellte Klebslofife, sind hinsichtlich einer gleichmafii- 
gen und homogenen Auswertung schwer zu kontrollieren. 
Daruber hinaus isl die Qualitat der Kleb verbindung gering 
und eine exakte Dosierung praktisch unmoglich, wodurch 30 
beim Implantieren der elektrischen Module in den Karten- 
korper sogcnanntc Klcbstoffausquetschungcn die Regcl 
sind, welche die zu fertigende Telefon- oder Kreditkarle so- 
wohl technisch als auch optisch unbrauchbar machen. 

Die im Stand der Technik ebenfalls bekannten filmformi- 35 
gen Schmelzklebstoffe zum Implantieren der elektrischen 
Module in einen Kartenkorper weisen weitere Nachleile auf. 
Diese Klebsioffe, auch HeiBklebstofFe genannt, miissen zum 
Erzielen einer KJebwirkung erhitzt bzw. heiB verpressi wer- 
den. Die dazu erforderlichen Temperaturen fiihren zu Be- 40 
schadigungen der ublicherweise aus Kunststoff gefertigten 
Kartenkorper- und/oder der in diese zu implanlierenden 
elektrischen Module, bspw. aufgrund von Verformungen des 
Kartenkorpers und Verspannungen zwischen dein Karten- 
korper und dem elektrischen Modul aufgrund der hohen 45 
Verarbeilungstemperaluren beim Verkleben. 

Die Verbindung zwischen dem Kartenkorper und dem 
elekuischen Modul weisl bei Verwendung von ebenfalls be- 
kannten, bei niedrigeren Temperaturen klebend werdenden 
Schmelzklebstoffen den gravierenden Nachteil auf, daB die 50 
Verbindung nicht die erforderliche Warmefestigkeil auf- 
weisl, so daB sich das elekuische Modul bei geringen Tem- 
peraturen vom Kartenkorper abgelost werden kann, bspw. 
mittels eines Biigeleisens, und somit ohne Zerstorung der 
Karte ablosbar ist. Eine solche Verbindung weist dabei eine 55 
ungeniigende Sicherheit auf und erfullt damit nicht die in 
der Regel von soichen Karlen geforderlen Sicherheitsslan- 
dards. 

Der Erfindung liegl in Anbetrachl dieses Standes der 
Technik die Aufgabe zugrunde, eine Klebstoffolie zum Im- 60 
planlieren von elekurischen Modulen in einen Kartenkorper 
anzugeben, welche bei geringen, individuell an den Karten- 
korper und/oder das zu implantierende elektrische Modul 
anpassbaren Verarbeilungstemperaluren eine anschb'eBend 
ausreichende Warme- und Verbundfestigkeii aufweisi, wo- 65 
bei ein maschincllcs Implantieren der elektrischen Module 
mit hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten furgroBeSluck- 
zahlen problemlos erzielbar sein soli. 
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ErfindungsgemaB wird die Aufgabe gelosl durch eine 
Klebstoffolie der eingangs genannten Art, basierend auf ei- 
ner Rezeptur aus einem Elastomer mit einem Anteil von 60 
bis 100 Gew.-%, einem Copolyamid mit einem Anteil von 0 
bis 40 Gew.-% und einem Vemetzer mit einem Anteil von 
0,1 bis 10Gew.-%. 

Ausgehend von dieser Rezeptur konnen die Verarbei- 
lungstemperaluren zum Implantieren von elektrischen Mo- 
dulen in Kartenkorpem sowohl an die Kartenkorper als auch 
an die zu implantierenden elektrischen Module individuell 
angepaBt werden. Es wurde herausgefunden, daB sich durch 
die Wahl des Elastomers die Klebrigkeit der Klebstoffolie 
ubcr den Tcmperaturbereich auch ohne Tcmperatureinwir- 
kung einstellen laBt, was fur eine Dosierung, Prapositionie- 
rung und Positionierung beim Implantieren der elektrischen 
Module von groBer Bedeutung ist. Durch die Verwendung 
eines Copolyamids, welches vorteilhafterweise wie ein Ilot- 
melt-Pulver wirkt, wird mit der erfindungsgemaBen Kleb- 
stoffolie eine hervorragende Benetzung der zu klebenden 
Komponenlen, d. h. des Kartenkorpers und des elekuischen 
Moduls, erreicht, wodurch eine hohe Verbundfestigkeii zwi- 
schen den zu verklebenden Komponenlen gegeben isl. Diese 
Eigenschaften der erfindungsgemaBen Klebstoffolie erlau- 
ben ein problemloses maschinelles Implantieren der elektri- 
schen Module mit hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten. 

GemaB einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung 
ist das Elastomer ein miuels Emulsionspolymerisation her- 
gesteltles Polyacrylat, vorzugsweise Plextol® 440 der Fa 
Polymer Latex. Durch die Verwendung dieses kautschukela- 
slischen Acrylats, aber auch anderer kautschukelastischer 
Acrylate, lassen sich auch bei Raumtemperatur, also bei 
etwa 20°C, klebende Produktc erzcugen. 

GemaB einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Er- 
findung ist die Rezeptur auf einem Tragermaterial aufge- 
bracht, vorzugsweise auf silikonisiertem Papier. Durch die 
Verwendung des Tragermaterials ist die Klebstoffolie vor- 
teilhafterweise stanzbar, was fur ein maschinelles Implantie- 
ren von elektrischen Modulen in einen Kartenkorper mit ho- 
hen Verarbeitungsgeschwindigkeiten fur groBe Stuckzahlen 
besonders vorteilhaft ist. 

GemaB einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung weist 
die Klebstoffolie eine Dicke von 10 bis 120 nm auf und ist 
mittels der gezielten Auswahl eines Vemetzers, vorteilhaf- 
terweise eines verblockten Tsocyanates, individuell an Ver- 
arbeilungstemperaluren zwischen 90 und 160°C anpaBbar, 

Durch die Zugabe des Vemetzers, der vorteilhafterweise 
an Verarbeilungstemperaluren zwischen 90 und 160°C an- 
paBbar ist, sind sowohl die Verbundfestigkeii als auch die 
Warmefestigkeil der mit diesen Klebstoffolien hergeslellten 
Verbindungen zwischen dem Kartenkorper und dem elektri- 
schen Modul geziell steuerbar. Dies ist besonders vorteil- 
haft, da die Verbundfestigkeii und die Warmefestigkeil ge- 
rade fiir die Herslellung von sogenannten Sicherheitskarten 
unerlaBlich ist, um Manipulationen dieser Karlen verhin- 
dem zu konnen, bspw. von Kreditkarten, Zugangsberechti- 
gungskarten und dergleichen. 

Verfahrensseitig wird mit der Erfindung ein Verfahren zur 
Herslellung einer erfindungsgemaBen Klebstofifolie angege- 
ben, wobei ein Elastomer mit einem Anteil von 60 bis 
100Gew.-%, ein Copolyamid mit einem Anteil von 0 bis 
40 Cjew.-% und ein Vemetzler mit einem Anleil von 0,1 bis 
10Gew.-% mileinander vermengt werden, diese Rezeptur 
auf einem Tragermaterial ausgetragen und schlieBlich ge- 
trocknel wird. 

VerfahrensgemaB wird dabei das Elastomer in Form einer 
durch Emulsionspolymerisation hcrgcstclltcn Polyacrylatdi- 
spersion unter Ruhren mit dem Copolyamid und dem Ver- 
netzer bzw. Harler verselzl. Diese in wassriger Dispersions- 
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form vorliegende Mischung wird dann mittels eines Rakels 
auf dem Tragermaterial, vorzugsweise Silikonpapier, aufge- 
tragen und getrocknet. Auf diese Art und Weise lassen sich 
KlebstofFolien miteinerDicke von 10 bis 120 \im herstellen, 
deren Verarbeitungstemperaturen individuell an die seitens 5 
der Kartenkorper und/oder der elektrischen Module gestell- 
len Anforderungen anpaBbar sind. 

Iiii folgenden wird die erfindungsgeinaGe KlebstofToiie 
anhand zweier Ausfiihrungsbeispiele einer Rezeptur naher 
beschrieben: 10 

Bei spiel 1 

Es wurden Plexlol DV 440 der Fa. Polymer Latex als Ela- 
stomer mit einem Anteil von 80,0Gew.-% und Vestamelt 15 
1310 der Fa. Hiils-Degussa als Copolyamid mit einem An- 
teil von 20,0Gew.-% miteinander vermengt, auf silikoni- 
siertem Papier als Tragermaterial ausgetragen und getrock- 
net. Dabei ist in Vestamelt 1 3 10 ein Isocyanat bereits enthal- 
len. Die so hergestellte Klebstoffolie konnte in Dicken von 20 
10 bis 120 pm hergestelll werden und wies bei einer Verar- 
beitungstemperatur (Aktivierung der Klebung) von etwa 90 
bis 100"C eine Verbund- und Wamiefestigkeit bis 180"C 
auf. 

25 

Bei spiel 2 

Es wurden Plexlol DV 455 der Fa. Polymer Latex als Ela- 
stomer mit einem Anteil von 84,0Gew.-%, Vestamelt 1027 
der Fa. Huls-Degussa als Copolyamid mit einem Anteil von 30 
15,0Gew.-% und Trixene BI 7962, ein Isocyanat, als Ver- 
nctzcr mit einem Anteil von l,0Gew.-% miteinander ver- 
mengt, auf silikonisiertem Papier als Tragennalerial ausge- 
tragen und getrocknet. Die so hergestellte Klebstoffolie 
konnte in Dicken von 10 bis 120 pm hergestelll werden und 35 
wies bei einer Verarbeilungstemperatur (Aktivierung der 
Klebung) etwa 90 bis 100**C eine Verbund- und Warmefe- 
sligkeiibis 180°C auf. 
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aus Plexlol DV 440 mit einem Anteil von 80,0 Gew.-% 
und Vestamelt 1310 mit einem Anteil von 20,0 Gew.-% 
basiert. 

9. Klebstofffolie nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB diese auf einer Rezeptur 
aus Plextol DV 445 mit einem Anteil von 84,0 Gew,- 
%, Vestamelt 1027 mit einem Anteil von 15,0Gew.-% 
und Trixene BI 7962 mit einem Anteil von 1 ,0 Gew.-% 
basiert. 

10. Verfahren zur Herstellung einer Klebstoffolie zum 
Implantieren von elektrischen Modulen in Kartenkor- 
pem, insbesondere fiir Telefonkarten, Kreditkarten und 
dcrgleichcn, dadurch gekennzeichnet, daB cin Elasto- 
mer mit einem Anteil von 60 bis 100 Gew.-%, ein Co- 
polyamid mit einem Anteil von 0 bis 40 Gew.-% und 
ein Vemetzer mit einem Anteil von 0,1 bis 10 Gew.-% 
miteinander vermengt werden, diese Rezeptur auf ei- 
nem Tragermaterial ausgeU-agen und schlieBlich ge- 
trocknet wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Elastomer ein Polyacrylat verwendet 
wird, vorzugsweise Plextol 440. 

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Rezeptur auf silikonisiertem Pa- 
pier ausgetragen wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Klebstoffolie nach 
dem Trocknen gestanzt wird. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Klebstoffolie mit ei- 
ner Dicke von 10 bis 120 pm hergestelh wird. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Klebstoffolie bei 
Temperaturen zwischen 90 und 160^C verarbeitbar ist. 
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Patentanspriiche 40 

1. Klebstoffolie zum Implantieren von elektrischen 

Modulen in einen Kartenkorper, insbesondere Telefon- 
karten, Kreditkarten und dergleichen, basierend auf ei- 
ner Rezeptur aus einem Elastomer mit einem Anteil 45 
von 60 bis 100 Gew.-%, einem Copolyamid mit einem 
Anteil von 0 bis 40 Gcw.-% und einem Vcmclzcr von 
0,1 bis 10Gew.-%. 

2. Klebstoffolie nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Elastomer ein Polyacrylat ist, vor- 50 
zugsweise Plextol 440. 

3. Klebstofffolie nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Vemetzer ein ver- 
blocktes Isocyanat ist. 

4. Klebstoffolie nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 55 
durch gekennzeichnet, daB die Rezeptur auf einem Tra- 
gennaterial aufgebracht ist, vorzugsweise auf silikoni- 
siertem Papier. 

5. Klebstoffolie nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB diese stanzbar ist. 60 

6. Klebstoffolie nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB diese eine Dicke von 10 bis 
1 20 pm aufweist. 

7. Klebstoffolie nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB diese an Verarbeitungstem- 65 
pcraturen zwischen 90 und 1 60°C anpaBbar ist 

8. Klebstofffolie nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB diese auf einer Rezeptur 
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